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| M S (ISOLIERTE METALL SUBSTRATE / INSULATED METALLIC SUBTRATE)
FUR DAS VERBESSERTE WARME-MANAGEMENT

Hierbei wird auf einem Metallkern, z. B. Aluminium oder Kupfer, mittels Prepreg die Kupferfolie laminiert
(der Metallkern ist ein Bestandteil der Leiterplatte). Die Leiterplatte kann dann auf der Kupferfolienseite
strukturiert werden.

Folgende Materialien fuhren zur Warmeleitfahigkeit bei:

FR 4-Basismaterial: 0,2 W/mK
Aluminium: 220 W/mK
Kupfer: 400 W/mK
Prepregs: > 1 W/mK

Ausfuhrungen sind verschiedene maglich, z. B.
Einseitige mit NDK-Bohrungen — im Produktionsspektrum

Doppelseitige mit NDK- und DK-Bohrung — noch in der Entwicklung — nur NDK erhaltlich

BEISPIELAUFBAU EINER EINSEITIGEN LEITERPLATTE IN IMS-TECHNIK
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ECKDATEN FUR DIE ENTWICKLUNG

Metallkerne:

Isolation:

Kupferstarken:
Dauertemperaturbelastbarkeit:

Leiterbahnbreiten / -abstanden:

Lotstopplacke:

Endoberflachen:

Konturbearbeitung:

Zu beachten:

1,00 mm oder 1,50 mm Aluminium oder Kupfer
100, 150 oder 200 pm

35 um oder 70 ym

130° C oder 150° C

200 pm als Standard in Abhangigkeit

der gewahlten Kupferkaschierung

Ublichen, mit einer Durchschlagsfestigkeit von

2 - 5 KV (Schichtdicke wie Standard-Leiterplatte)
HAL (bleifrei / verbleit)

Chem. Sn

Entek

OrmneStar — Nano-Oberflache (in der Validierung)

Chem. Ni/ Au

Frasen / Ritzen / Bohren

- Der Abstand der Leiterbahn zur AuBenkontur sollte mindestens 1,00 mm betragen.

- Der Bohrdurchmesser ist abhangig von der Dicke des Metallkerns,

z.B. 1,00 mm Metallkern
1,50 mm Metallkern

0,85 mm NDK-Bohrung
1,00 mm NDK-Bohrung

- Bei der Auswahl des Metallkerns und Isolation ist zu bedenken, dass der thermische Widerstand

von der Dicke und Warmeleitféhigkeit des Materials abhangig ist.

VORTEILE

Fester Verbund von Leiterplatte und Metallkern
Gutes Warmemanagement

Hohe mechanische Stabilitat

Geeignet fur High-Power-LED’s
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NACHTEILE

Grobe Strukturen
Nur einseitige SMD’s
Kostenintensiv
Hoheres Gewicht

Gednderter Ablauf in der Bestlickung
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